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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES -

Partie 2: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a I’'assemblage par brasage
pour montage en surface

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CE

normahksation composée
3_pour objet de
omaines de

3 tales en
'‘Organisation

2) &cisi ici iofhs i eprésentent, dans la mesure

3) tionales. lls sont publiés
Gomités nationaux.

4) ' ‘unification i i ité i deda CEIl s'engagent a appliquer de

ternatiohales de la CEl dans leurs normes

et la norme nationale ou régionale

5) ‘a fixé S r S meindication d’approbation et sa responsabilité

6) L'attention est attirée sur le\fait 4 ] e1é ts de la présente Norme internationale peuvent faire

I'objet de droits de p prle' i its” analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

La Norme inter
Technique du monya

Le texte de cette yio

Rapport de vote

91/148/RVD

Le rapport

abouti a I'approbation 3le cette norme.

La CEI 61191 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Ensembles de
cartes imprimées:

Partie 1: Spécification générique — Exigences relatives aux ensembles électriques et électro-
niques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

Partie 2: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a l'assemblage par brasage pour
montage en surface

Partie 3: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a I'assemblage par brasage de
trous traversants

Partie 4: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a 'assemblage de bornes par brasage
L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Cette norme doit étre lue conjointement avec la CEIl 61191-1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 2: Sectional specification —
Requirements for surface mount soldered assemblies

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of/the TEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical\and electtonic fields. To

for Standardization (ISO) in accordance with conditions determineg
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical mé
international consensus of opinion on the relevant subjects since—e
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendationg for (ntérnational use.and are published in the form

4) In order to promote international unificatign,
Standards transparently to the maximu
divergence between the |IEC Standard and
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure tq indigate its apprQval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in canformity with 9one o%

6) Attention is drawn to the pdssibi

International .@. p ] ? S enprepared by IEC technical committee 91: Surface
mounting technolbgy.

The text of this stan

RVD

91/136/FDIS 91/148/RVD

Full information.on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in above table.

IEC 61191 consists of the following parts, under the general title Printed board assemblies:

Part 1: Generic specification — Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

Part 2: Sectional specification — Requirements for surface mount soldered assemblies
Part 3: Sectional specification — Requirements for through-hole mount soldered assemblies
Part 4: Sectional specification — Requirements for terminal soldered assemblies

Annex A forms an integral part of this standard.

This standard is to be read in conjunction with IEC 61191-1.
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ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES -

Partie 2: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a I'assemblage par brasage
pour montage en surface

1 Geénéralités

1.1 Domaine d'application

La présente spécification établit des exigences relatives aux connexions hiiasées pour montage

La présente spécification reconnait que les ensempte aCtricn étectroniques sont
soumis a des classifications correspondant a I'utiligati avue pour l'article. Trois
classes générales relatives au produit fini ont été ieg >f|lgfer les différences au
niveau de la productibilité, de la compl ormances fonctionnelles et

C'est & l'utilisateur des
le produit appartient.
différents nivea
exigence suppl
CEIl 61191-1).

A moins

est obligdtoite?

I'utilisateu 2 travers du dessin de I'assemblage, de la spécification ou d'une
clause contractuelle)\ Le$ termes «il faut que» sont utilisés seulement pour décrire des

situations qui somt incontournables de fait.

Dans le texte il y a également des notions de recommandations et de choix optionnels (par les
termes «il convient de», «peut»). Ces derniéres ne sont pas des obligations.

Il'y a parfois également des déclarations d’intention. Se référer a la partie 3 des directives
ISO/CEL.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61191.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
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PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 2. Sectional specification —
Requirements for surface mount soldered assemblies

1 General

1.1 Scope

This specification prescribes the requirements for surface mounted soldér conpections. The
requirements pertain to those assemblies that are totally surface moutited or toNthe surface
mounted portions of those assemblies that include other related teelirologies\(e.g\through-
hole, chip mounting, terminal mounting, etc.).

1.2 Classification

This specification recognizes that electrical and elect
classifications by intended end-item use. Three gg sses have been
established to reflect differences in )ctional performance
requirements, and verification (inspection/test) fr s following:

are subject to

Level A:
Level B:
Level C:

mandatory. D jons all" requirement requires written acceptance by the user,
e.g. via ass ification or contract provision. The term "must" is used only to

The word * " I§ used to indicate a recommendation or guidance statement. The word
ptional situation. Both “should” and “may” express non-mandatory
situations. “Will” is~Ndsed to express a declaration of purpose. Refer to ISO/IEC Directives,
part 3.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61191. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 61191 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
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CEI 61191 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'lSO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61191-1:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 1: Spécification générique —
Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de
montage en surface et associées

3 Exigences générales

Les exigences de l'article 4 de la CElI 61191-1 constituent une partie obligatoire de la présente
spécification.

4 Montage en surface des composants

technologie de montage en surface.

4.1 Exigences d'alignement

La précision du placement des compds
est correctement positionné et qu'il resp
les spécifications de 5.2.

ne sont pas mis en place pour assurer la conformité
les exigences détaillées de l'annexe A doivent étre

Les sorties des.compgsants destinés au montage en surface équipés de sorties doivent étre
formées selon leurcoffiguration définitive avant le montage. Les sorties doivent étre formées
de maniéere que le joint sortie-corps ne soit pas endommagé ou dégradé et qu'il soit permis de
les mettre en place par brasage lors de processus ultérieurs n'occasionnant pas de contraintes
résiduelles diminuant la fiabilité. Quand les sorties de boftiers a deux rangées de broches, de
boitiers plats et d'autres dispositifs a sorties multiples perdent leur alignement au cours du
traitement ou de la manipulation, il est permis de les redresser afin d'assurer le parallélisme et
l'alignement avant le montage, tout en maintenant l'intégrité du joint sortie-corps.

4.2.1 Formation des sorties de boftier plat (flat pack)

Les sorties placées sur les cb6tés opposés de boitiers plats pour montage en surface doivent
étre formées de maniére que le non-parallélisme entre la surface de base du composant et la
surface de la carte imprimée (c'est-a-dire I'inclinaison du composant) soit minimal. L'inclinaison
du composant est permise a condition que la configuration définitive ne dépasse pas la limite
d'espacement maximal de 2,0 mm (voir figure 1).


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/d81656b6-1fc8-4219-ab9f-0067adc29392/iec-61191-2-1998

61191-2 © IEC:1998 -9-

recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 61191-1:1998, Printed board assemblies — Part 1: Generic specification — Requirements
for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly
technologies

3 General requirements

The requirements in clause 4 of IEC 61191-1 are a mandatory part of this specification.

4 Surface mounting of components

This clause covers assembly of components that are placed on the
machine soldered and includes components designed for surface™

4.1 Alignment requirements

4.1.1 Process control

If suitable process co
annex A, the detailed r|

ne€d in such a manner that the lead-to-body seal is not
they may be soldered into place by subsequent processes

while maintaining the Yead-to-body seal integrity.

4.2.1 Flatpack lead forming

Leads on opposite sides of surface mounted flatpacks shall be formed such that the
non-parallelism between the base surface of the component and the surface of the printed
board (i.e. component cant) is minimal. Component cant is permissible provided the final
configuration does not exceed the maximum spacing limit of 2,0 mm (see figure 1).
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Pas de courbure
a l'intérieur du joint

R

Tl
— ) le— o
T

|
45°-90° / R

2,0 mm au maximum

Les sorties doivent étre soutenues au cours de la formation po et le joint sortie-corps.
Les courbures ne doivent pas se prolonger a I'inté u jei ir figure 1). Il faut que le
rayon de courbure de la sortie (R) soit, .1 inaJé de la sortie). L'angle que
forme cette partie de la sortie entre le urk SUPEN et’ inférieures par rapport a la

plage d'accueil doit é&tre compris entre 4

a) il n'existe aucune

b) le joint ou Ia
c) elle ne dépassé p
d) la partie supé

que les boucl preformées dépassent la partie supérieure du corps toutefois

ation ne doit pas étre dépasseée;
e) la bou i pied, si elle existe sur les courbures, ne dépasse pas le double

f) les limites ¢ néarité ne sont pas dépassées.

4.2.2.2 Sorties aplaties

Il est permis d'aplatir (forger) les composants présentant des sorties axiales a coupe
transversale arrondie pour ménager une assise s(re pour le montage en surface. Si
I'aplatissement est utilisé, I'épaisseur aplatie ne doit pas étre inférieure a 40 % du diamétre
d'origine. Les zones aplaties des sorties ne doivent pas étre soumises a l'exigence de
déformation de 10 % en 6.4.2 de la CEl 61191-1.

4.2.2.3 Boitiers a deux rangées de broches (DIP)

Il est permis de monter en surface les boftiers a deux rangées de broches a condition que les
sorties soient configurées de maniére a respecter les exigences de montage relatives aux
pieces chargées montées en surface. L'opération de préparation de la sortie doit étre réalisée
en utilisant des systémes de formation/découpage a matrices. La formation et l'ajustage
manuels des sorties sont interdits.
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No bend
into the seal

—» le—

|
45°-90° / R

2,0 mm maximum

IEC 1 154/98

4.2.2 Surface mounted device lead bends

iNg requirement;
e top of body; preformed stress loops may extend

Components with “axfal leads of round cross-section may be flattened (coined) for positive
seating in surface mounting. If flattening is used, the flattened thickness shall be not less than
40 % of the original diameter. Flattened areas of leads shall be excluded from the 10 %
deformation requirement in 6.4.2 of IEC 61191-1.

4.2.2.3 Dual-in-line packages (DIPs)

Dual-in-line packages may be surface mounted provided the leads are configured to meet the
mounting requirements for surface mounted loaded parts. The lead preparation operation shall
be performed using die forming/cutting systems. Hand forming and trimming of leads are
prohibited.
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4.2.2.4 Pieces non configurées pour le montage en surface

Les botitiers plats de configuration pour trous traversants, les transistors, boftiers métalliques
de puissance et autres composants équipés de sorties non axiales ne doivent pas étre montés
en surface sauf si les sorties sont formées de fagon a respecter les exigences relatives a la
formation de sorties de dispositifs montés en surface. Ces applications doivent faire I'objet d'un
accord entre l'utilisateur et le fabricant.

4.3 Petits dispositifs a deux sorties

Les exigences détaillées pour le montage de petits dispositifs & deux sorties sont définies dans
les paragraphes suivants.

4.3.1 Montage par empilage
Quand I'empilage de piéces est permis par le dessin d'assemblage,

former de pont au niveau de I'écartement entre d'autres piéce
terminaisons ou autres composants a puce.

4.3.2 Dispositifs avec éléments déposés externes

«chips» résistifs) doivent étre montés de faco e soit éloignée de la carte
imprimée ou du substrat.

Il est permis de monter par affleure ans hauteur d'élévation) des pieces
montées sur des surfaces s\solées, positionnées sur un circuit ou
sur des surfaces sans ci piéces montées sur un circuit exposeé
doivent étre formées d nce minimale de 0,25 mm entre la base du

composant et le circuif expese aximal entre la base du corps du composant
i imée ne doit pas dépasser 2,0 mm.

Il convient de mé aximal de 2,0 mm entre le corps d'un composant monté en
surface équigé sorti et la surface de la carte imprimée sauf si le composant est
fixé mécani par un adhésif ou par d‘autres moyens. Les sorties sur Ies

formées de fag incknaison du composant (non-parallélisme entre la surface de base du
composant mg la” surface de la carte imprimée) soit minimale et en aucun cas
I'inclinaison du cormposant ne doit entrainer une non-conformité avec les limites d'espacement

maximales.

4.4.2 Autres composants

Les composants en boitier TO ou a profil haut (c'est-a-dire supérieur a 15 mm), les
transformateurs et les boitiers métalligues de puissance peuvent étre montés en surface, a
condition gqu’ils soient attachés ou tenus a la carte de maniére a supporter les chocs, vibrations
et perturbations environnementales.

4.5 Pieces configurées pour le montage de sorties en talon

Il est permis, pour les produits de niveau A et B, de monter en about les composants congus
pour I'assemblage par trous traversants et modifiés pour la fixation de joints en talon, ou les
boitiers a deux rangées de broches a sorties rigides. Le montage en about n'est pas autorisé
sur les produits de niveau C, sauf si le composant a été con¢u pour le montage en surface.
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